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(67) Zlel 1st die Kennzelchnung kleiner Gegenst&nde, insbesondere elektronischer Bauelemente bezGglich der 
Produktivitatzuverbessern. Aufgabe der Erfindung ist es; ein Verfahren zur Kennzeichnung von kleinen 
Gegenstanden, insbesondere von elektronischen Bauelementen anzugeben, mit dem diese ohne aufwendige 
mechanlsche Verfahren der Bauelementezu- und -abfQhrunggekennzelchnBtwerden. ErfindungsgemiB wlrd dia 
Aufgabe dadurch geldst, daft die Bauelemente schwerkraftbedingt eine schiefe Ebene abwarta rutschen und dabei 
von hochertergetischer, elektromagnetischer Strahlung gekennzeichnet werden. Die Erfindung gestattet eine 
. hochproduktive, qualitativ hochwertige Kennzelchnung insbesondere von elektronischen Bauelementen und tragt zu 
einer Verkurzung der Bearbertungazeit je Bauelement bel. 
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Erfindungsanspruch: 

1 Verfahren zum Kennzeichnen kleiner Gegenstfinde, insbesondere von elektronlschen Bauelementen, unter Verwendung von 
' gepulster Laserstrahlung, dadurch gekennzeichnet daB sich die zu kennzeichnenden Gegenstfinde wflhrend der 
Kennzeichnung kontinuieriichbewegen. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet, daB die Bewegung der zu kennzeichnenden Gegenstande 
schwerkraftbedingt erfoigt ' 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzelchnet daB sich die zu kennzeichnenden Gegenstfinde vor und nach der 
Kennzeichnung in Magazinen befinden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenraekhnet daB sich die zu kennzeichnenden elektronlschen Bauelemente im 
Trfigefstreifenverband beflnden. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4> dadurch gekennzeichnet, daB die Position der zu kennzeichnenden Gegenstfinde 
optoelektronisch erfaBtwird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzaichnet daB die Kennzeichnung der elektronlschen Bauelemente 
unmhtelber nach elnerelektrlschen Messung oder PrOfung erfoigt 

7. Verfahren nech Anspruch 1 bis 6, dadurch gekaiuuelchiiat, daB die elektronlschen Bauelemente in AbhfingigkeH vom 
Ergebnis der eiektrlschen Messung oder PrOfung unterschiedlich gekennzaichnet werden. 



Hierzu 2 Selten Zelchnungen 



Anwertdungsgebiet 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kennzeichnen von Ideinen Gegenstfinden, Insbesondere von elektronlschen 
Bauelemerrten. 

Charatteristlkderbetanrrtentechnlschw 

Nach WP HOI L / 27771 5 1st bekannt, elektronische Bauelementemit Kennzeichnungen zu versehen, diawichtige herstellef- und 
anwenderspezifische Infprmatlonen enthalten; Esist Stand der Technik, daB diese Kennzeichnungen m fr Laserstrahlung auf- 
bzw, eingebracht werden; 

Die bisher bekannten Verfahren zur Kennzeichnung elektronischer Bauelemente, beispielsweisevon plastverkappten 
Halbleiterbauelementen, beshzen den Mangel, daB dieTransportgeschwindigkeit der elektronlschen Bauelemente in der 
Kennzelchnungseinrichtung deren mogliche Kennzetehnungsgeschwindigkeit begrenzt weil be! allen-diesen Verfahren die 
Bauelemente mrttels trfigheitsbehafteter mechenlscher Einrichtungen in die Kennzeichnungaposition hineln und wieder aus Ihr 
heraus transportiert werden mussen. Dieaer Mangel zeigt sich besonders deutlich bei den Kennzelchnungsverfahren, die ale 
Werkzeug zur Kennzeichnung Laserstrahlung verwenden. Die mit Laserstrahlung mdgllche Kennzelchnungsgeschwlndlgkelt 
von mehrala 20 elektronlschen Bauefementen pro Sekunde kann derzeit nicht genutzt warden, weil keine geeigneteri Verfahren 
bekannt slnd, die die zu kennzeichnenden Bauelemente mrt der notwendigen Zu- und AbfOhrgeschwindigkeit trrdle 
KennzeichnungsposWonhlneln-undausihrheraustransportieren. • 
Es 1st nahellegend, aus anderen Gebieten geeignete technische L6sungen zu Obernehmen, um die bekannten VorzGge emer 
Laserkennzeichnung nutzan zu kdnnerr. Hier 1st ein Verfahren bekannt, mrtdemverpackteSchokoladetafeln, die sich auf einem 
Fdrderband befinden, wflhrend das Transportes mrt Laserstrahlen gekennzaichnet werden, ohne daB das Forderband anhfirt 
Dieses Verfahren ist fQr elektronische Bauelemente ungeeignet well dlese wegen der kleinan Abmessungen und der bei hohen 
Geschwindingkeiten auftretenden TrfigheitskrfifteformschlGssig gehalten werden mflBten. 
Dazu wfirden aufwendige technische Zusatzeinrichtungen fQr Be- und EntstQckung bendtigt, die die 
Kennzeichnungsgeschwindigkeit stork herabsetzen wOrden und die storanfallig sind. 

Zusatzliche Probleme, die mit den bekannten Verfahren zur Kennzeichnung elektronischer Bauelemente gar nlcht oder nur 
bedlngt gelfist werden kdnnen, entstehen durch die weitere Miniaturisferung, well dadurch die ZwangsfOhrung erschwert wird 
und die Qualltfit der Bauelemente, Insbesondere der BauelementeanschlOsse, beeintrachtigt werden kann. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist die Kennzeichnung kleiner Gegenstfinde, insbesondere elektronischer Bauelemente, hfnsichtlich deren 
Produktivrtat zu verbessern. 



-2- 243 798 



Dariagung des Wesens der Erflndung 

g^n^ferna^len kann. Diese Kopphing fflhrt ctau, deli der normalerwelae notwendlge Transport- und 
Manlpulleraufwand mlnimiert warden kann. 

Ausfflhrungsbeispiel 

Die Erflndung soil nachstehend an elnem AusfQnrungebeispiel enhand der zugeharigen Zetehnungen erliutert werden. 
Eszeigen: 

Fig. 1 : Bauelement in Kennzeichnungsposition 
Fig. 2: KrSfte am Bauelement 

Ftg.3: Schematische Darstellung dar Verfahrensschritte 

auch bei einem anschlieBend die schlefe Ebene hlnunterrutachenden Bauelement der Weg s mcnt wenn oas Beueiem 
gewahlt werden, denn hler fllaflt die 2aH ein die vom ^^P^f^** ^'^^°^ n ?' ^^^7, iomng , ctaB die Zeit die fur die 
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schlieftt sich der einer Kontrolle an. Diesa Kontrolle kann optisch oder optoelektronisch am gekennzelchneten elektronischen 
Bauelemente 3 erfolgen. Das Focussieren und Ablenken 4 und das eventuelle Schablonieren 5 der zur Kennzeichnung 
verwendeten Laserstrahtung erfolgt gemSft bekanntem Stand der Techniic 

Der Weg Kennzeichnen/Kontrolle kann belm erfindungsgema&en Verfahren boliebig gewdhrt warden. Insgesamt ist jedoch 
anzustreban, daS die Summe 

Si + s 2 + s 3 + s' +s 4 

minimlert wird, urn die Durchtaufzeit der Bauelemente bet der Kennzeichnung gering zu halten. 

Das Kennzeichnen von elektronischen Bauelementen met dem erfindungsgema'&en Verfahren ermoglicht die mtt 

Laserkennzetchnung reallsierbare Geschwindigkett annahernd zu erreichen, ohne daft fur den Transport der Bauelemente 

mechanisch bewegte Teile bendtigt werden. Oiese Durchsatzerhdhung ist mrt einer Ausbeuteerh&hung verbunden, wail die 

Bauelemente bei der Kennzeichnung nicht mehr mit mechanisch bewegten Teilen in Verbindung kommen und durch diese nicht 

in ihrer Qualttat beeintrdchtigt werden kdnnen, insbesondere kelne Deform ationen der AnschiQsse auftreten. 

Die Automatisierung des technologist en Proze&schrittes .Kennzeichnen etektronischer Bauelemente* wird durch das 

erfindungsgemiUe Verfahren erleichtert 
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